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.
IDX Collaboration Interface i IDX Collaboration (ECAD/MCAD) X
Das neue IDX Collaboration Interface bringt PCB | .
X i X e IDX Collaboration Settings X
und MCAD in der PU|SOI’1IX-DeS|gnumgebung Write Baseline. .. Read MCAD Baseline....

. [ 1 Folder: [ This Folder below design file: ]
noch naher zusammen. |High speed baseline idx ‘IDX |
Integrieren Sie Pulsonix mithilfe einer =
ereignisgesteuerten Methodik in Inr MCAD- —— Outpn Version Separators [ Soldworks Compatibity
System (Mechanical CAD) oder aus lhrem ST ®Dx30 Iderifier Character: || [campress Output Fles

.- . DX 4.5 Area Type Ch
MCAD-System. Dadurch kénnen Sie jede Phase = © = Tie iz .|
rite Changes.. Read MCAD Changes... Layers
der mechanischen Integration in lhre Leiterplatte P s
Edit Layer Mapping...  []Outer Layers Only [/ Exclude Zero Thickness
steuern. Show Change
. . Assembly Layer Clazs: |<None> ~ ‘

IDX ermdglicht den nahtlosen Austausch e ~|change +| status ;
. . . pack Layer Class |<None> v‘
inkrementeller Konstruktionsdaten zwischen 234 =l
ECAD- und MCAD-Software sowie Produkten wie Via

. . . Vial
SolidWorks und macht ihn dadurch weitaus

.. Cancel
effizienter.
Anderungen kénnen in jeder Phase des Heod HCARFewiees| [Vide Fe
Prozesses einfacher nachverfolgt und Gberprift P ror EE—

werden.
Die IDX-Collaboration-Schnittstelle ermdglicht einen
nahtlosen bidirektionalen Datenaustausch innerhalb der
beiden unterschiedlichen Umgebungen
Impedanzgesteuertes Routing
Innerhalb der High-Speed Option kénnen Sie Ihre
Impedanzregeln mit Impedanzwerten definieren und die
Leiterbahnbreite generieren, die zum Routing anhand dieser
Werte erforderlich ist. Materialien, Dicken und der Lagenaufbau
werden bei der Berechnung genutzt.

Fotorealistische Darstellung im 3D-Viewer

Mit Pulsonix 13 kann die 3D-STEP-Vorschau nun ein
fotorealistisches Bild anzeigen, das mithilfe von Ray- und
Path-Tracing-Algorithmen generiert wurde.

- Name ~|Associated Layer | Class  ~|Side v| Bias  v|Net +| Material «| Thickness +

O Assemely Top Resently op fore 000 Mithilfe der GPU zeigen beide Algorithmen qualitativ
L Silkscreen Top Sikscreen Top None 0.000 . . . . .
e Becrcsl op X Copper 10z (0035) 0035 hochwertigere Bilder an, die das physische Design besser
| Solder Mask Top Solder Mask Top None Mask (0.025) 0.025
Paste Mask Top Paste Mask Top None 0.000 1 H
| Pin Names. Nen-Electrical | Top None 0.000 WIderSpIeQeln "
—[PrePregt Construction None. Prepreg modified (0.105), 0.105
GND Electrical Inner Power Plane Copper 10z (0.035) 0.035
Corel Construction None FR4 STD 0.130
Y [Inner 3 Electrical Inner None Copper 10z (0.035) 0.035
Core2 Construction None FR4 STD 0.130
| Inner 4 Electrical Inner None Copper 10z (0.035) 0.035
Core3
—| - Name | Thickness | Electrical Conductivity | Dielectric Constant (e.) ~
| |Adhesive (0.025) 0.025
Y [inner® Copper 1/20z (0.018) | 0.018 595900
_\CJ"C’: — ¥ | Copper 10z (0.035) 0.035 595500
"~ [Prepregz | __ | Coverlay (0.025) 0.025
" [Botiom T |Fexi{oozs) 0.025
] Sikse| ™| Flexi (0.05) 0.050
_ Solde " Eng (0.3) 0.300 45
Paste — =
— Vires __|FRA(0.4) 0.400 45
| Asse FR4 (1.0} 1.000 45
[ Conatructozt oo -l s e o T
Manufact = - - = o - - Single Ended = Differential =
e Enable Attribute Name Match Value Side Layer Area Impedance Impedance
<Net Name> CLK 75.000000 <Undefined>
D <Differential Pair Name> DQS* 75.000000 100.000000
D <Net Name= = 75.000000 <Undefined>
T I FIEHIEY OISy . 1U3) | U, 1u3 23
§ | Addnew trackstyle? X
| _— — — =l

AN
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FPGA Erweiterungen i ey QF: Jg'@ ,@3%5@ é;ﬁw; 2
° k4 S F00qle el
Zur weiteren Verbesserung der FPGA-Unterstitzung in Pulsonix s E‘} oa 3‘%"{; ”3 o % °§'§° 2:}"‘%° 2 ‘S‘S‘q’,g&‘_
obeocvofesges |- || (-1 sefeeciee .nqo
fiihrt Version 13 auswahlbare funktionale Logiknamen eines Teil- 33583 %55235225 2 ‘.".‘”35”‘.’3”2‘3’*’33”2".’”330:?33L
. . . . . . . ©Po@eoceces 2eqee Cl :o .o :ozoﬁl{o‘hog&pbﬁ
Pins innerhalb des Designs ein. Dies bedeutet, dass Teile mit s O0EUecheobesbesoaihesoseDos0schooqse0s0qTa
. . . TS00@e0es0e08S0NB0SS0S -uouc-oo-.ccquct\; opb o
Pins mit mehreren funktionalen Verwendungszwecken nach der 5344543 c.:2@23@5§§§§¢§%§§§’o°°°§°°."23.0.&&3;
Platzi d nach V. dung des FPGA-Tools definiert 0BoAsE 5 0as 008 s aBb 800000 THdn oo .,.-gs;g
atzierung und nach Verwendung des ools definie O R A °|' 23iceaas
- FRgonecescseodoeobpqbab) Plof@h Feio 3 plolols/ohe SAE
werden konnen. DI SN i
. . . - . fvggﬁgo ‘-N: cee EEQUUE-VFGAGO
Funktionslogiknamen kénnen auch Uber eine neue CSV- 9GBATE AL 32 o o
%‘gg‘ﬂ So6s 0 . . M—‘ MDDR_ADDR15 DDRIO27NBO/MDDR_ADDRO _DW‘&
Importfunktion impOl‘tiel‘t werden. 00.& & 250 28 7] MDDR ADDR14 DORIO27PBOMODR BAZ [+
_l o000 o LR R R DDRIO20NBO/MDDR_ADDR13 DDRIO28NBO/MDDR_BA1 |
=oBPROPOSOP e D17_ - = E1
Funktionslogiknamen auf Designebene erméglichen /’gfw o sadeo f O 11 Use FuncrionalLogic Hames fortis gate X
die gleichzeitige parallele Verarbeitung des Designs /jgg, 5802082 o] Eeble <[ Pinflame ~ [P a0 J b
und der FPGA-internen Struktur, die dann jedoch /':kggﬂ e 818 DORIOTSNEOMDDR_ADDRTS  WDDR_ADDRIS
synchronisiert wird, um sie zusammenzufiihren s daow o0 a Ty MODRLATDRI
F;:;p '3':3; ;} cts | ] 017 DORGZOPBOMEDR_ADORIZ
/p d‘d“\f oel =DO B E1S DDRIO21NBO/MDDR_ADDR T
. . . . /'“°3‘:;‘,33q; ;1 e e
Neue elektrische Regelprifungen in Schaltplanen ,“(,‘EO M- |sod O am ORSZ2FBNCDR_A0CRE
. . " . - ‘ O 16 DDRIO23NBO/MDDR_ADDRT
In Version 13 wurden beim ERC 12 neue Prifungen hinzugefugt. E" % ﬁmﬁ i o nas o
Eine genaue Prifung in der Schaltplanphase eliminiert i [ S——— = 2
T . . . * on Cancel
kostspielige Fehler im PCB-Prozess. Mit der Reihe neuer A T T
Prafungen ist Ihr Designprozess weniger auf menschliche
Faktoren und mehr auf die Erkennung der Systemintegritat Verbesserte Visualisierung von Designelementen

angewiesen.

Neu hinzugefiigte Prifungen:
* ERC in einem benannten Bereich durch

Fir diese Version wurden ebenenbasierte Transluzenz,
Elementschraffur und gemusterte Leiterbahnen eingefuhrt. Das
bedeutet, dass jede Form pro Lage transparent sein kann. Dies

. - /// Y, ”//’4/ 7 %™ und gemusterte Leiterbahnen
Gesperrte Fehler [6schen ////// //‘///// //,/7/ : )

« Netz an No Connect Pin /// //////// 7 verleihen lhren Designs

« Schematic-only Bauteile melden // /’/// i, zusatzliche Karheit.

« Die Prufung ,Pins Not On A Net* schliel3t Montageloch oder Y //// i, Eingebettete Ansichten nutzen

Hilfsbohrung aus
» Pad-Pin-Typen

» Geteiltes Netz — Wenn der Netzname nicht in allen Subnetzen

angezeigt wird

diese Funktion, um endgliltige
Fertigungszeichnungen zu

U Y,

/
///W/// // W verbessern.
ZZ_°% |

. . X . Gemusterte Leiterbahnen bringen Ordnung
* Geteiltes Netz — Wenn sich geteilte Netze auf einer anderen Y in das Design und sorgen fiir Klarheit

Seite befinden

* Geteiltes Netz — es sei denn, der Pin-Typ ist ,No Connect".

» Stromnetze auf Nicht-Strom-Pins

* Technologie — Neuer Pin-Typ — Single-Pin-Netz

« Single-Pin-Netzprifung
» Suche nach 2-Pin-Komponenten

Via Layer-Indikatoren

Verwenden Sie die neuen Via-Layer-Indikatoren, um die
aullersten Leiterbahnfarben innerhalb eines Blind- und Buried-
Via-Stapels anzuzeigen. Dies zeigt Ihnen sofort die Konnektivitat

zur leichteren Identifizierung.

W”Q
%,

///////////// U.nabhéngige Traqsparenz un"d Schr?szur innerhalb einer
‘ / eingebetteten Ansicht unterstiitzen die Herstellung von

Zeichnungen

//////,, /////.

/////////////////. Z
b, ). /
// b)) / Blinde und vergrabene Vias zeigen die

/
//. Leiterbahnfarbe der aufRersten Lagen an



Aktualisiertes Pulsonix Vault

Berechtigungen fiir Vault-Elemente

Mit Vault-Elementberechtigungen und Ordnerberechtigungen
kénnen Sie Benutzern, die Zugriff auf den Vault bendtigen, eine
bessere Verfeinerung und einen besseren Schutz bieten.

Vaut kems: 13 v

temin ~| |type = |Foider v|Mame ~|Revision ~| 4

100 [l |pca Footprint [\ibrai
= Maove Selected ltem

PCB Footprint | \Libral

‘| |pca Footprint |Librai i et

‘| | Pc Footprint | Libral

|
a
i
104 [ | Pcs Footprint |wLibral
i
a
i

Check Out Selected Item
Copy Out Selected ftem

Show Attributes

Update References to Selected ltem

105 PCB Footprint |\Librat
106 | | PCB Footprint |\Libral
| | PCB Footprint |\Libral P
PCR Fontnrint |\ ibrany Cantes

107
108

T b

Vault Element Status

Innerhalb des Vault kann einem Artikel nun ein Status
zugewiesen werden, beispielsweise ,Aktuell®, ,Veraltet” oder
,Eingestellt‘. Dieser wird neben dem Artikel angezeigt und kann
nach Bedarf sortiert und gefiltert werden.

Finden Uber Audit Trail

Durch Doppelklicken auf ein Element im Audit-Trail Verlauf wird
das Element nun im Vaultbrowser gefunden und als Hyperlink
aufgerufen, sodass Sie es schnell finden kénnen.

W7 Vault Manager - Audit Trail [m] X

Browser Libraries to Vaut  Designsto Vauk Generic Flesto Vautt  Audt Tral | Import Vauit Libraries  Export Vaut Libraries

17-04-2024 14:52:38208 121
17-04-2024 14:50:18.545 121
17-04-2024 14:50:18.503 121

admin Checked out PCB Design Pcb2 [1.1] “Rev 17 ~
admin Moved PCB Design \Design Content\Peb2 [1.1] “\Design Content”

admin Updated (with automatic referencing) PCE Design Pcb2 [1.1] “First working prototype”
17-04-2024 14:50:18503 121 admin Renamed PCB Design Peb2 [1.1] from VaultTest!3 to Peb2”

17-04-2024 14:4%47345 121 admin Checked out PCB Design VaultTest13 [1.0] "Rev 1"

121 admin Cancelled check out PCE Design VaultTest13 [1.0] "Design checked out has not been sav
admin Checked out PCB Design VaultTest13 [1.0] "Rev 1*

17-04-2024 144 Gangrc Filesto Vault  Audit Trail Import Vaut Libraries  Export Vaut Libraries
17-04-2024 14:2

17-04-2024 14:2
17-04-2024 1411 1
17-04-2024 131

Wault tems: 2 b

item ID v‘ |Type ~ | Folder ~ | Hame ~ | Revision  ~| status
122 Generic File |\Design Content | Spice License Overview.tt | 1.0
121 B |PCB Design |\Design Content | VautTest13 12
ct

Plus zusatzliche Vault-Funktion:

* Zusatzliche Funktionen von Pulsonix Version 13 Vault:

» Mdglichkeit zum Trennen von Vault-Elementen fir 3D-Pakete
und STEP-Modelle

* Option ,Nur anzeigen®.

» Melden Sie sich als Ersatz an

* Bibliotheksexport — Export nach Typ

* Audit Trail speichern und ausdrucken

» Anwenden von Technologiedateien auf Symbole/Footprints im
Vault

* In Vault Ubertragen — Vollstandigen Dateipfad anzeigen

* Aktualisiertes Vault

* Vault Postgres Server auf V14.5 aktualisiert

* Vault-Datenbank fir V13.0 aktualisiert
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Reduzierung der Dateigrofde beim Zusammenfiihren
einzelner 3D-Elemente

Die Dateigréfien der STEP-Exportdateien bei Verwendung der
Option ,Single Entity Merge“ wurden erheblich reduziert.

Zusatzliche 3D-Viewer-

Funktionen:

» Létmaske im 3D-Viewer

» Angezeige von
Komponentenbereichen

 Ansicht der gepunkteten/
gestrichelten Linienstile

« Anderungen an der Seite
.Farben“ der 3D-Einstellungen

 Anderungen an der Interaktionsseite der 3D-Einstellungen

» Option ,Nur Elemente innerhalb des Board-Umrisses®.

» Gehauseposition STEP-Modelldialog — Montagelochbohrer

» Verbesserte Leistung beim Verschieben von Bohrléchern und
befestigten Elementen

Pulsonix V13 Funktionszusammenfassung:

« Filtern und Sortieren von Dialoggittern

» Dynamische Komponenten-zu-Komponenten-Prifung wahrend
des Verschiebens

« Fihren Sie die Option ,Optimierung” unter ,Layoutmuster
anwenden® durch

» Kopieren Sie Gruppenmuster aus der Quelldatei in ,Layoutmuster
anwenden®.

« Aktualisierung der Report Maker-Befehle

» Gespiegelte PCB-Instanzen im Panel-Editor

» Tab-Routing fiir Flexi-Board-Umrisse in Panels

* Drag & Drop fiir DXF- und Gerber-Dateien

» Duale Einheiten im Messwerkzeug anzeigen

» Verbesserungen an der Konstruktionslinie

» Dimensionsaktualisierung hinzufligen

» Moglichkeit, Schaltplanseiten im Design-Browser zu ziehen

* Neue Werkzeugoption ,Stile” im Bibliotheksmanager

» Mehrfachauswahl ,Fit/Unfit* flir Komponentenvarianten

» Zusatzliche Kontextmenuloptionen auf
Arbeitsmappenregisterkarten

» Neue Funktionalitét zu Abreil3fenstern hinzugefugt

+ Anderungen im Dialogfeld , Technologie laden*.

» Datenmatrix-Textschriftart hinzugefligt

» Pad-Stile verfligen Uber optionale Bohrertypen und Toleranzen

« Uberholung der S&urefalle-Priifung

* Neue Kupferantennenregel

« Visuelle Indikatoren fir blinde/vergrabene Via-Lagenspannweiten

* Pulsonix 13.0 wird unter Windows 11 vollstandig unterstitzt

* Plus viele weitere Funktionen...

Tel.: +49 (0)241 56 30 23
Email: vertrieb@peschges-eda.de
https://www.peschges-eda.de
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